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×县（市）区发展改革委（经发局）、××县（市）区财政局关于申请2024年度合肥市集成电路产业发展若干政策资金支持事项的请示
（文号）

市发展改革委：
根据《关于组织开展2024年度合肥市集成电路产业发展若干政策相关事项申报工作的通知》（合发改高技〔2024〕170号）要求，××组织本地区项目单位编制了资金申请报告，会同××财政局对资金申请报告的真实性、完整性、合规性和准确性进行了审核把关，并对所有申报企业进行了现场核查，确认企业符合财政资金支持条件，现将相关情况请示如下：
经审查，本次申请合肥市集成电路产业若干政策资金合计××万元（小数点后保留两位），其中：
一、支持企业流片申请资金××万元；
二、支持企业购买和研发IP申请资金××万元；
三、支持企业购买、租用和研发EDA工具软件申请资金××万元；
四、支持半导体IDM企业开发新产品申请资金××万元；
五、支持企业加大投资申请资金××万元；
六、支持企业成长壮大申请资金××万元；
七、支持链动发展申请资金××万元；
八、支持公共服务平台建设申请资金××万元。
××资金申请表及申报材料已随文上报，请予审示。

附件：1-8.××资金申报一览表
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××县（市）区发展改革委（经发局）（章） xx县（市）区财政局（章）
2024年4月  日

（联系人：××县（市）区发展改革委（经发局）xx，联系电话：
xx；xx县（市）区财政局xx、联系电话：xx。）
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